
版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航  

国科网科技频道 京ICP备12345678号 

· 服务咨询   · 我的国科网   订阅   · 收藏夹

科技资讯 节能减排 新材料 海洋技术 新能源 环境保护 新药研发 现代农业 生物技术

军民两用 IT技术 

首页  科技频道  节能减排  海洋技术  环境保护  新药研发  新能源  新材料  现代农业  生物技术  论坛  

当前位置：科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 印刷电路板上倒扣封装技术研究

     
请输入查询关键词 科技频道  

成果摘要： 

倒扣芯片封装技术是目前国际上微电子封装技术研究中最热的热点之一，本研究首先在已完成集成电路芯片制造的硅片

上采用溅射方法制备UBM，UBM层的材料采用Ti/W-Cu系列。然后用电镀法电镀一层较厚的铜层，以使凸缘在回流过程

中能够保持一定的高度。最后电镀一层铅锡合金。经过回流工艺，即在芯片上原来设计用于在引线键合的铝焊盘上形成

一个个铅锡合金的凸缘，互连凸缘高度均匀性达到±5%，可以直接贴装在印刷电路板（PCB板）上或进行芯片封装。

本成果还进行了倒扣芯片直接贴装在PCB上的可靠性研究，经过专家鉴定认为，其中的印刷电路板上倒扣封装技术研究

在工艺制备、可靠性方面，已达到国内先进，接近国际先进水平。  

印刷电路板上倒扣封装技术研究
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